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1. はじめに

　光回路実装技術は，エレクトロニクス実装の領域におい
て，特に，半導体レーザなどの光アクティブデバイスや，
レンズ，光ファイバ，ポリマー光導波路などの光パッシブ
デバイスといった光部品を実装する技術と定義される。光
回路実装技術は，情報記録，ディスプレイ，レーザ加工，
センシングとさまざまなアプリケーションに採用され，産
業に貢献してきている．近年では，世界規模で建設が進む
データセンタ内における大容量信号伝送を実現する光イン
ターコネクション†において，高速化，高密度化などの観
点で，顕著な発展があり，関連技術の研究開発が活発化し
ている。さらには，医療・生体センシングなどの新しい領
域への展開も期待されている。光回路実装技術研究会で
は，光回路実装技術の抱える諸問題を体系的に調査し，研
究することを狙いとして活動を継続している。活動の一つ
が，最先端技術情報の提供および技術をリードする専門家
との意見交換を行うことを目的としたOPT (Optical Packaging 
Technology)公開研究会の企画であり，年間 3回開催してい
る。光回路実装技術の調査・研究においては，高い視点か
ら適用されるアプリケーションを理解し，そのアプリケー
ションにおいて適用される最新技術について知識を得るこ
とが必要である。このような視点に立ち，昨年一年間に取
り上げたテーマは，「光技術の医療・生体センシング領域へ
の展開」，「光配線技術の最新動向」，「光インターコネクト
技術～材料／デバイスからモジュールまで～」である。
　光回路実装技術研究会のもう一つの主たる活動は，「光回
路実装技術ロードマップ」の編纂と発行であり，ワーキン
ググループを設置して，最新技術動向について調査研究を
行っている。近年，スマートフォンからのインターネット
利用などの普及に伴い，通信トラフィックの伝送容量は急
激に増大している。そのため，インターネットのバック
ボーンにおいて，データセンタは，重要な役目を負ってお
り，その重要性が高まっている。データセンタ内のエッジ
ルータやコアルータの信号インターフェースでは 10 Gb/s/
ch以上の高速信号伝送が必要になっており，少なくとも 10 

m以上の伝送距離では，アクティブ光ケーブル (Active 
Optical Cable, AOC)1)†を用いた並列光信号伝送が採用され
ている。一つの例として，10 Gb/s × 12 chの光信号を送受
信可能な AOCの写真を図 1に示す。インターフェースは
電気のコネクタであり，ハウジング内に光電気変換を行う
送受信部を有する。ハウジングに対して光ケーブルが取り
付けられており，光接続部分はハウジング内に存在する。
そのため，光信号の取り扱いを気にすることなく，従来の
電気接続に準拠して置き換えることができる。AOCは急速
に普及しており，現在の光インターコネクションを牽引す
るキーの光部品となっている。一方で，さらに通信容量が
増大すると，1システム当たりの入出力 (I/O)は増加する。
そのため，各ポートに要求される信頼性要求は厳しくな
る。同様に，スーパーコンピュータにおける I/Oは演算能
力の向上に伴い，莫大な数になり，非常に高い信頼性が必
要になる。そこで，今回 5版となるロードマップでは，
AOCが市場に投入されることで，光インターコネクション
は既に普及しているという認識に立ち，さらなる普及を促
進するために必要な要件について検討する。特に，先に述
べたように，次世代のシステムでは，莫大な I/O数が必要
となり，光リンクに高い信頼性が必要とされる。システム
からの要求を明確にするため，ルータシステムとスーパー
コンピュータを例にとって，信頼性目標を数値的に明らか
にする。そして，現在の技術が到達している性能，さらに
は，新しい技術によって実現が期待される性能についても
言及する。また，先に述べたように，次世代のシステムで
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図 1.　AOCの写真


